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Abstract (de)
Es wird ein Verfahren zum Abdichten der Verbindungsstelle zwischen einem von einer Isolierung (2) umgebenen elektrischen Leiter (1) und einem
mit dem Leiter (1) verbundenen, rohrförmigen elektrischen Kontaktelement (3) angegeben. Zunächst wird der Leiter (1) an seinem Ende von der
Isolierung (2) befreit und danach das Kontaktelement (3) auf den Leiter (1) aufgesteckt und elektrisch leitend mit demselben verbunden. Vor dem
Aufstecken des Kontaktelements (3) auf den Leiter (1) wird ein Schlauchstück (8) aus elastischem Isoliermaterial mit einem ersten Ende (9) fest
anliegend auf die Isolierung (2) des Leiters (1) aufgebracht, wobei ein zweites Ende (10) des Schlauchstücks (8) bis über das erste Ende (9)
umgebogen ist. Das Kontaktelement (3) wird unter Beibehaltung seiner Rohrform in dem an die Isolierung (2) des Leiters (1) angrenzenden Bereich
mit dem Leiter (1) elektrisch leitend verbunden. Das umgebogene zweite Ende (10) des Schlauchstücks (8) wird dann bis über das Kontaktelement
(3) unter fester Anlage an demselben zurückgebogen.
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